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Fig. 1 熱処理後の AgCuPd 合金ワイヤの軸断面． Fig. 2 ロッド周辺の拡大像．

Fig. 3 母相中に観察される a と b の層状組織． Fig. 4 a/b 組織の HAADF STEM 原子分解能像．
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(e)SEM を活用したマルチスケール観察

熱処理により硬化した AgCuPd 合金ワイヤの微細組織
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AgCuPd 合金は，その高い電気伝導性と機械的特性に

より電子デバイスの端子などの部品によく用いられている．

本合金は熱処理をすることにより Vickers 硬度を約300から

500まで上げることができる．この硬化した微細組織の詳細

を明らかにするために，マルチスケール観察を行った．

Fig. 1 は，350°C 1 時間で硬化熱処理した AgCuPd 合

金ワイヤの軸方向に沿った断面の FESEM 像である．Cu

リッチの母相中に Ag リッチのロッドが多数，伸線方向に伸

びているのが観察された．Fig. 2 は，この 1 本のロッド近

傍を拡大した像である．ロッド中では，L10 型規則構造の

CuPd 準安定相が析出し，合金の強化に寄与している．本合

金の観察では，これに加え母相も非常に細かい層状の組織に

なっていることが明らかになった(1)．

Fig. 3 はこの母相の一部を HAADFSTEM 観察したもの

である．界面方位は揺らぎがあるものの B2 構造の CuPd の

b 相と fcc の a 相が数 nm の間隔で層状の微細組織を形成し

ていることが分かった．Fig. 4 は，この層状組織の典型的

な領域の原子配列を観察したものである．｛100｝b//｛100｝a，

〈001〉b//〈01̃1〉a の結晶学的方位関係を有し，界面は｛100｝a

から約12度傾いているが，レッジによって界面構造を維持

していた．
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